0 Protocolo de
Alta Perfo rman ce

Engenharia de precisao para a plotter Epson
T3170. Prevencao absoluta de curtos-circuitos,
calibracao fluida impecavel e a transicao
segura para o ecossistema ChipLess. i\
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O Desbloqueio Nao € Apenas Software

A transicao para o modelo ChipLess
exige intervencao direta no hardware.

POMER SUPPLY —
INPOT

O binario Eeprom.BIN nao € atualizado
via cabo USB; ele deve ser gravado el
S

diretamente no componente de memoria
da placa principal utilizando um
programador RT 809.
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-0 Risco Invisivel a Olho Nu

. O uso amador de sopradores térmicos e ferros de solda € a principal causa de perda total do equipamento.
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60 LC12 PROKINITY ALERT -—J 1. Solda Fria: Cune:-;nes; instaveis
“ . que geram curtos-circuitos elétricos
E ao ligar a maquina.
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2. Danos Vizinhos: O fluxo de ar
quente arranca microcapacitores e
resistores vitais que cercam a
EEPROM.
4 P 4
I 3. Ruptura de Trilhas: Excesso de
| calor funde as vias de comunica¢ao
| da placa de forma irreversivel.
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0 Padrao Ouro de Prevencgao

Como a integridade da placa logica € garantida durante a conversao:
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1. Isolamento Térmico

Protecdo total da area
circundante com fita Kapton de
alta resisténcia, blindando
0s componentes vizinhos
contra o calor dissipado.
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2. Controle de Extracao

Curvas de temperatura
rigidamente controladas no
soprador térmico para soltar
a solda sem aplicar estresse
mecanico a PCB.

3. Soldagem de Precisao

Reposicionamento milimétrico

e soldagem exclusiva no slot
IC12, garantindo conectividade
perfeita e zero risco de
curtos-circuitos.
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Matriz de Risco e Desempenho Operacional

T3170 de Fabrica

Custo de

Conversao Amadora
(DIY)

Conversao Profissional

(Gynjet)

. Critico A Baixo
Operacao Baixo
(Tinta) (Cartuchos caros) (Bulk Ink)
: Zero
Risco de Curto Extremo ;
na Placa AIRE (Perda da Placa) (PBraorcaendtlirltdeon)tu
Estabilidade = Instavel s
ST Padrao (Soldnshtrias) Maxima Performance
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- A Referencia Definitiva em Goilania

Nao aposte o coracao do seu equipamento. A Gynjet

€ o laboratorio especializado em conversoes seguras
e definitivas para a linha T3170X ChiplLess.
Garantimos a integridade do hardware, o bloqueio

contra curtos-circuitos e a maxima performance. ===
y o A ==

/ e Fl |

R. 2, 545 - Qd. 04 Lt. 30 - B

Vila Morais, Goiania - GO 5 S

. \ —.. P = ﬁ . _ ~__millim
Envie sua placa para quem /_/ | A
garante o resultado. //:// =
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| 0 Sistema Circulatorio: Engenharia Fluida

Com a placa logica blindada e desbloqueada pela Gynjet, o hardware esta pronto. O sucesso da producao |
agora depende exclusivamente da instalagao e calibracao perfeita do sistema Bulk Ink.
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movimento livre do carro de impressao sem estrangular as mangueiras.
t‘\k -

A esteira de condugao exige a contagem exata de 29 gomos para garantir o
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| Passo 1: A Pressurizacao a vVacuo

O ar € o inimigo mortal da cabeca de impressao. A pressurizacao
correta é inegociavel.

CRITIGAL VACUUM
PROCEDURE

1. Inverta o damper (cartucho de cabeca
para baixo).

2. Conecte a seringa na valvula inferior.

3. Puxe o embolo lentamente para extrair
a tinta e expulsar 100% do ar. CRITIGAL VACUM /’

F‘ ROCEDURE

———————

4, Repita rigorosamente a sequéencia de
cores: Preto, Magenta, Amarelo e
Ciano (o Ciano requer atencao extra
com 0 encaixe).

EXTRAIR TINTA /
EXPULSAR AR
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Passo 2: O Primeiro Suspiro do Sistema

ApOs travar os dampers firmemente na cabec¢a de impressao, o hardware
precisa puxar a tinta mecanicamente para estabilizar a pressao interna.

AT — > Definicdes ==
1 P> Manutencao
»> Limpeza cabeca de impressao

g REE7 T

Inicie de 1 a 3 ciclos via painel. Monitore visualmente o frasco
dispenser (coletor de descarte) externo para confirmar que a
bomba esta ativamente puxando o fluido.

Engineering Report - Confidential
& NotebookLM



| Passo 3. A Prova de Fogo (Nozzle Check)

A verificacao de jatos € o atestado final de calibracao. Padroes com falhas indicam a
necessidade de novos ciclos de limpeza ou repressurizagcao dos dampers. Nunca inicie

uma producao comercial sem o padrao verde absoluto.
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NOZILE GLOG
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ERROR:
NOZZLE CLOG
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OPTIMAL FLOW

. CALIBRATION:
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CALIBRADO: Fluxo Perfeito |
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0 Algoritmo de Calibragao Continua

A regra de ouro da T3170X: O fluxo de tinta deve ser mantido ativo e o loop de verificagcao deve
anteceder qualquer rotina de impressao.

» Ligar
Impressora \

D L x I G
- mprimir
Ciclo de Verificacao
S de Jatos
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Quebradas?

Y4 Pronto para
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Protocolo Operacional Finalizado

[/] Placa logica protegida contra curtos e desbloqueada (ChipLess).
v/

[

$

Esteira de 29 gomos alinhada sem estrangulamentos.

Dampers 100% pressurizados a vacuo.

S

] Jatos calibrados com resposta de impressao perfeita.

O seu equipamento agora opera sem limites de cartuchos
e com maxima eficiéncia térmica e fluida.
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0 Seu Parceiro em Alta Performance.

Ajudamos o0 seu equipamento a alcancar o maximo
rendimento com seguranca absoluta. Nao arrisque o
coracao da sua plotter. Fale com os especialistas.
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| Gynjet Impressoras
R. 2, 545 - Qd. 04 Lt. 30 - Vila Morais, Goiania - GO, 74620-320

Telefone / WhatsApp: (62) 99624-6344
E-mail: sac@gynjet.com.br
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